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Détecteurs pour le spatial (O. Limousin)

Introduction (P.O. Lagage) ‘ | | ‘ /'\ /'\ ) N\
veloppement

Cosmologie et Evolution des Galaxies (D. Elbaz)

Architecture et Systémes Spatiaux (Y. Rio)
Pause café¢

Formation des Etoiles et des S (Ph. André)
(C. Cara)

Astrophysique Nucléaire et Plasmas Stellaires  (S. Turck-Chiéze)
Déjeuner

Etalonnage et Analyse de Données (B. Cordier)

Phénoménes Cosmiques de Haute Energie (Ph. Ferrando)
Contraintes de I'Instrumentation Spatiale (F. Loubeére) »
Théorie et Modélisation (J.P. Chiéze)

(P.O. Lagage) ¢




Le Bureau d Etudes intervient dans les phases
suivantes d' un projet

Expertise / Pré-études

Définition des architectures internes (et externes)

Etudes

e Electroniques
Analogique
Numérique
Logiciels de bord
* Mécaniques
Boitiers
Structures de cartes
+ Support pendant les phases de vérification et
d’ intégration




Elles sont nombreuses :
« Slreté de fonctionnement : panne/ fiabilité,
* Environnement : thermique/ vibratoire/ radiation/ ...,

* La loi des «budgets» : masse / encombrement / consommation /
dissipation, ...

 Normatives : ESA, CNES, ...

Souvent contradictoires :

 Individuellement les contraintes ne sont pas les plus severes que
|’ on puisse imaginer
« C'est deleur conjugaison qu’ en découlent les difficultés :
» Faible masse et fortes vibration

» Faible consommation et performances élevées pour |’ éectronique
analogique

» Performances élevees et radiations
L’'équilibre entre toutes ces «forces» est déicat et
Impossible a atteindre sans une approche




Forte interactivite avec les  équipes
d instrumentation (les « labo ») du Service :

* Prise en compte de la finalité de |’ équipement des le
démarrage des études : intégration des contraintes
« spatiales» (environnement et slreté) des que
possible,

Possibilite d'optimisation d'un équipement des sa
définition par la prise en compte des contraintes
techniques,

Longue experience des systemes embar ques :
* L’ histoire du Groupe se confond avec celle de I’ instrumentation
Spatiale
* Entreautre: facilite une analyse concurrentielle des solutions




Compétences a la fois en éectroniqgue numerique et
analogiqgue bas niveau : solutions adaptées au
dével oppement autour d’un détecteur

Conception des ééments mecaniques dans le groupe (ou
Sous sa responsabilité) :

* Maeilleure intégration éectronique / mécanique

* Prise en compte mutuelle des contraintes variées
e Thermique
e Dynamique




> Avec |es autres groupes du Service:

« Détection Spatiale

e Pre-études d'électroniqgues de controle et de traitement
associ ées aux detecteurs (exemple : PACS)

« Systemes et Architectures

o Définition de I'equipement (spécifications et architectures
électrique et mécanique)
o Qualité
« Slreté de fonctionnement
 Validation des études
« Composants (choix, évaluation, ...)
» Choix de solutions technologiques




i Avec |es autres groupes du Service ...

* Realisation et AlV
« Elaboration des plans d’ intégration
 Définition des méthodes de réalisation
 Définition des moyens de tests

- Avec |es autres services du Département

« SEDI
e CIRS INTEGRAL, HERSCHEL

& Développement d’ équi pements en collaboration
« 9S

 INTEGRAL, HERSCHEL
%, Définition de moyens de test




- Avec d’ autres services du CEA
e LETI/Grenoblel
e |0, CIRS HERSCHEL, ...

« PBT/Grenoble?
e HERSCHEL

L Contréle de sous-systemes spécifiques (détection 1,
réfrigération ?, ...)

Avec les |aboratoires partenaires engages sur les
projets

Avec les agences spatiales (CNES ESA, NASA, ..)
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Sgma (1989) - Detection de Gamma
» Electronique de proximité des PM (type Corwood)
» Electronique de traitement desimpulsions
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1SO / ISOCAM (1995)

» Etudes éectroniques:

e 2 boitiers « chaud » :
Processeur / Logiciel
Traitement du signal / Commande defii=s=liE i

o 1 boitier « froid » (120K) 5
Pré-traitement du signal

» Etudes mécaniques des 3 boitiers
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SOHO / GOLF (1995)

» Etudes éectroniques
e 2 boitiers
Processeur / Logiciel
Hae g o [XeElcartes anal ogiques
M ®Glvrige / Servitudes/ ...

e Electronique de[sgeydul=1a
o Etudes mécaniqUEEES selees

97,
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CASSINI / CIRS (1997)
» Etudes éectroniques
o Pré-étudesdel’ hybride (77K)
» Assistance pour la carte filtre (collaboration SIG)
» Etudes mécaniques
» Support détecteur SpYellels
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XMM / EPIC (1999)

» Etudes éectroniques
e Boitier de contrdle et de traitement des événements X
» Processeur / Logiciel
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INTEGRAL (2002)

- IGRI

» Etudes éectroniques
« Module de datation des evenements
» Module de détection (circuit imprime, ...

 Caractérisation de composants

- P

» Etudes éectroniques ,‘
« Expertise module superv = .
des mécaniques [
= * | Boitier
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L EeS realisalions...

HERSCHEL (2007)

 PACS

1 boitier d’ électronigue « chaude » de contr6le de bolometre
Electronique
Meécanique
1 boitier d’ éectronique « froide »
Electronique
Mécanique
2 boitiers detecteurs

« SPIRE

2 boitiers d’ électronique « chaude »
Electronique (collaboration SEDI / JPL-NASA)
Mécanque

Photos lors d’ un prochain Forum ...




Les Perspective

U A o U

Intensification des liens avec les groupes
d’ instrumentation

& Objectifs:
« Etre associé au développement de nouveaux détecteurs

o Définir e mettre au point de (detecteurs +
électronigue de proximité) de détection pour des applications
spatiales

Compeétences en éectronique analogigue integree
(AS| C, hybrldes) a déve OPPEY (corollaire du point précédant)
& Objectif :

« Etre en mesure de proposer des solutions adaptées a la
complexité des futures détecteurs

Les instruments dHERSCHEL montrent la limite de
|” approche a base de composants discrets
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qgroupe d’etudes

Le développement d électronique spatiale
repose sur le Bureau d Etudes et de
Dével oppement d’ Electronique Spatiale

Les acteurs actuels :

Le groupe comprend actuellement 7 techniciens
et Ingenieurs :




